
有利于环境、优越的接合强度锡银无铅焊接电镀

加湿试验后的焊接濡湿性的比较

●锡 - 银复合电镀，○锡电镀，▲铜
１．技术摘要
铅对环境污染问题已被重视，无含铅焊接材料的实用，正在不断地进展。在各种
代替的合金中，从锡、银合金的接合强度，锡金属线等对策的特点上，将成为有力的
候补材料。但是因锡和银的标准电极电位差很大，所以作为合金电镀，析出是很难的。
这项技术，把毫微米程度的银粒子，使复合电镀和锡共析，解决了难题。现在还正
是开发阶段，安定地供应工业的的需求还是很难的。作为无含铅焊接是很有期望的。

（大阪市立工业研究所共同研究开发）
２．产品特点
①焊接濡湿性良好⇒温度试验后也实现了3秒钟以内为零
②焊接接合强度很强
③熔点：共晶点为96.5Sn3.5Ag221℃
２．适用产品
需要焊接接合的所有小型电子零部件，这项技术是根据盒式转动镀金来设想总括处理。
关于大型零部件也接受商谈。
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加湿試験後のはんだ濡れ性の比較
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